Er | aut erungen und Hi nwei se zum Best ickungspl an und Auf bau

Bei m Bohren der Leiterplatte ist darauf zu achten, dal kei -
ne Leiterziuge auf der Gegenseite durchgebohrt werden. Diese
Gef ahr besteht besonders im Bildteil bei den Schaltkreisen
IS 36, IS37, IS50, IS75 IS67, I1S68, IS70, IS 71.

Im Zahlteil ist es gunstiger, an einigen Stellen die Boh-
rungen zu versenken, so dall die Lo6tflache auf der Best k-
kungsseite groBRer wrd.

Die Briucken unter IS 82 und IS 43 missen unbedi ngt vor dem
Best iicken ei ngeset zt wer den.

Di e Verbindungen zwi schen IS 80 und IS 75 sind vor dem
Best ticken zu | egen, so dall diese unter den Speicherschalt-
kreisen liegen. Die Bricken werden nur von der Bestik-
kungsseite auf der Seite des IS 75 flach aufgel 6tet (nicht
bohren).

Treten bei der Inbetriebnahne RAM Fehl er auf, so sind die
Schaltkreise IS 14 und IS 15 mt Bl ockkondensatoren von ca.
47 uF zu versehen.

Hi nwei se, die i mBestlickungspl an gekennzei chnet sind:

auf der Bestlckungsseite auf Masse | 6ten

von der Leiterseite ansenken

Bricken auf der Leiterseite

Ver bi ndung IS 50/ 13 nach IS 75/15 auf der Best ickungs-

seite trennen

IS 71/ 13 von oben ansenken und Ver bi ndungsl ei tung nach

Pin 12 von oben ziehen

6. Verbindung auf Leiterseite von IS 64/2 nach IS 65/13
trennen

7. Cl11 nuf3 von der Bestlckungsseite aus aufgel 6tet werden
(kei ne Lot augen vorhanden!)
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